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Abstract (en)
Application device comprises a feed line (2) partially arranged in a feed gap (3) and having an opening (4) in the direction of a filling gap (1) and a
unit (5) for temporarily sealing the filling gap. The surfaces of the feed line and the filling gap lie at an angle alpha to each other. An independent
claim is also included for a process for filling covered filling gaps with adhesive or sealing materials. Preferred Features: The angle alpha is an
absolute value of 45-135, preferably 90 degrees. The maximum height of the opening corresponds to the gap width of the filling gap in the contact
region between the feed line and the filling gap. Glass is used as one of the materials for delimiting the filling gap.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Applikationsgerät und ein Verfahren für das Verfüllen von verdeckten Füllspalten mit Kleb- oder Dichtstoffen.
Dieses Applikationsgerät umfasst eine Zuführungsleitung (2), welche teilweise in einem Zuführungsspalt (3) angeordnet ist. Weiterhin weist diese
Zuführungsleitung eine Öffnung (4), welche im Wesentlichen in Richtung Füllspalt (1) sowie Mittel (5) zum zumindest temporären Abdichten des
Füllspaltes auf. Die Ebenen der Zuführungsleitung und diejenige des Füllspaltes stehen hierbei in einem Winkel α zueinander. Weiterhin umfasst
die Erfindung ein Verfahren zum Verfüllen von verdeckten Füllspalten sowie die mit einem solchen Verfahren abgedichteten oder verklebten Artikel.
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